
シールドマシンにおけるビット再利用技術（リユースビット）の開発～実施工後状況調査～ 
 

大成建設株式会社  正会員○高倉 克彦  正会員 森田 泰司 

株式会社丸和技研      嘉屋 文隆  正会員 佐々木 誠 

有明工業高等専門学校           正会員 岩本 達也 

 

１．はじめに  

 シールドマシンのカッタービット（以下，ビットと略す）の先端部にはレア

メタルであるタングステンカーバイトやコバルトを主成分とする超硬合金（以下，

超硬チップと呼ぶ）が配置されているが，掘進を終えたシールドマシンのうち，

ビットを含むカッターヘッドなどはスクラップ処分されるのが一般的である．し

かし，掘進を終えたビットの目視観察では，超硬チップに割れや欠けがなく，磨

耗量が少ないものも多く，再利用に供することが十分可能と考えられる．使用済

みビットの再利用が可能になれば，シールドマシン製作費のコストダウン，さら

にはレアメタルの再利用による希少金属資源の有効利用及びＣＯ２排出量の削減

に寄与できると考えられる．そこで，使用済みビットを再利用するにあたり，再

利用する工事に必要となる性

能がそのビットに備わってい

ることを明確にするための，

使用済みビットの健全性を診

断する技術を開発した．本編では再利用ビットを搭載して掘進を行った後の再利用ビットの状況ならびに再利用し

たビットの載荷試験結果について報告する． 

２．再利用ビット諸元 

実機に搭載したビッ

トの諸元を表－1 に，

形状寸法を図－1 に示

す． 

３．再利用ビット搭載

工事概要及び診断結果  

実施工に再利用ビッ

トを搭載した工事の概

要及び再利用ビットの適用性に関する診断結果

の概要を表－２に示す． 

４．掘進後の再利用ビット状況  

４．１工事① 

 写真－１に再利用ビット取付状況，写真－２に

掘進前面板状況を示す．写真－３に掘進後のビッ

トの状況を示すが，再利用ビットの欠損状況はマシンメーカー製作ビットと

同程度であった． 
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図－１再利用ﾋﾞｯﾄ形状寸法

写真－１再利用ﾋﾞｯﾄ取付状況

写真－２掘進前面板状況

材質 長さ(mm) 対象土 掘進距離

E5
40(設計長)
>39(残存長)

SKC24
六角ﾎﾞﾙﾄ

接合
100 23 15 砂層 約1,300m

超硬ﾁｯﾌﾟ 既往掘進母材
材質

締結方式
ﾋﾞｯﾄ幅
(mm)

すくい角
(°)

逃げ角
(°)

表－１再利用ﾋﾞｯﾄ諸元 

工事件名
及び発注者

報告対象
掘進
土層

強度安全率
推定磨耗量
/超硬ﾁｯﾌﾟ長

再利用ﾋﾞｯﾄ
搭載の位置付け

工事①
大井有明付近連系
管路新設工事
発注者
東京電力㈱殿

掘進距離約1,400mのｼｰﾙ
ﾄﾞﾄﾝﾈﾙ掘進後の状況を報
告する

泥岩層
砂礫層

　　　　>45
(泥岩層qu=3.2N/mm2
,ろう付面積比>73.8%)

4.2mm/19mm
・ﾏｼﾝﾒｰｶｰ製作ﾋﾞｯﾄ
　の代替として搭載

工事②
国道２５号御堂筋
共同溝立坑工事
発注者
国土交通省
近畿地方整備局殿

御堂筋共同溝における立
坑ｼｬﾌﾄを上向きｼｰﾙﾄﾞ工
法で構築するものであ
り,1本目の掘進後（約
27.5m)の状況を報告する

砂礫層
粘土層

　　　　>273
(砂礫層τf=0.63N/mm2
,ろう付面積比>88.3%)

9.1mm/19mm
・ｽｸﾚｰﾊﾟｰ用ﾋﾞｯﾄ
　として追加搭載

※)超硬ﾁｯﾌﾟ長は根入長(20mm)を除く

表－２再利用ﾋﾞｯﾄ搭載工事概要 
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 また，掘進後の再利用ビットに対して，静的載荷試験を

実施した．表－３に載荷試験結果を，図－２に荷重－歪関

係の例を示す．なお，比較のため，当該掘進前に行った再

利用ビットの載荷試験結果ならびに同一仕様の新品ビッ

トに対する載荷試験結果も付記している．載荷試験に用い

た再利用ビットには超硬チップに欠損があり，また，母材

の磨耗を認められたものであるが，破壊荷重ならびに荷重

－歪関係は新品ビットなどと遜色ないと考

えられる． 

４．２工事② 

 写真－４に再利用ビット取付状況，写真

－５に掘進前面板状況を示す．なお，シー

ルドトンネル内から発進する上向きシールドの面板は

凸状としている（スポークの水平面からの傾斜角度は

２５．５°）． 

 写真－６に掘進後の再利用ビットの状況を示す．ビ

ット幅方向に波状に磨耗が見られ，最大磨耗量は６ｍ

ｍ程度である．図－３に再利用ビットと直近の先行ビ

ットの位置関係を示す．再利用ビットの磨耗は，パス

違いの先行ビットの境界部で発生しており，一般的な

磨耗形状といえる．再利用ビットに磨耗は発生してい

るが，超硬チップに欠損などは認められず，ビットと

しての機能を果たしたと考えられる．本工事において

は，掘進工事が７回行われることから，今後の状況に

ついても確認を行う予定である．  

５．まとめ  

 再利用ビットを搭載して掘進を行った後の状況調査では，再利用ビットはビ

ットとしての機能を十分果たしたといえる．また，今回行った載荷試験結果か

らすると，再利用によってビット強度が低下する状況は見受けられなかった. 

 なお，本技術は福岡県リサイクル総合研究センターの助成を頂いて開発した

ものです．ご指導等を頂きました関係各位に謹んでお礼申し上げます． 
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写真－３掘進後のﾋﾞｯﾄ状況

切削方向 掘進方向 切削方向 掘進方向

再利用ﾋﾞｯﾄ(掘進後) 416(1.06) 552(0.88) 超硬欠損 母材ひびわれ

再利用ﾋﾞｯﾄ(掘進前) 463(1.18) 497(0.79) 超硬欠損 超硬脱落

新品ﾋﾞｯﾄ 394(1.00) 629(1.00) 超硬欠損 超硬欠損

注) 表中()内数値は新品ﾋﾞｯﾄの値に対する比率を表わす

破壊荷重(kN) 破壊形式
載荷試験対象ﾋﾞｯﾄ

表－３載荷試験結果 

凡例説明

R２：再利用ﾋﾞｯﾄ（掘進後）

R１：再利用ﾋﾞｯﾄ（掘進前）

Ｎ ：新品ビット

CAL：解析値

図－２荷重－歪関係(切削方向載荷)

図－３ビット配置状況 

写真－６掘進後の再利用ﾋﾞｯﾄ状況

写真－４再利用ﾋﾞｯﾄ取付状況 写真－５掘進前面板状況

土木学会第68回年次学術講演会(平成25年9月)

 

-272-

 

Ⅵ-136

 


